Wsparcie zaawansowanych technologii produkcyjnych

Technologia elementéw wbudowanych

Pulsonix Advanced Technology dostarcza najwazniejszych funkgcji nie-
zbednych do realizacji projektu z wykorzystaniem uktadéw scalonych,
cienkich struktur krzemowych, a takze wbudowanych w strukture ptytki
lub formowanych rezystoréw, kondensatoréw, spiralnych indukcyjno-
Sci RF lub transformatoréw planarnych.

Whbudowane ukiady scalone i struktury krzemowe
Dzieki wspotpracy w ramach Europejskiego projektu Hermes, rozwi-

nigta zostata technologia znacznie wykraczajgca ponad aktualng ofer-
te rynkowg, pozwolito to na wprowadzenia do uzytku catkiem nowych
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Elementy wbudowane oferujg wtasciwe rozwigzanie w przypadku, kiedy ptytka
obwodu drukowanego jest zbyt mata, aby umiescic na niej elementy o standar-

Projekt Hermes umozliwit wprowadzenie koncepcji struktur krzemo-
wych o zmniejszonej grubosci (ang. “thinned” dies), a takze gtebo-
ko wbudowanych uktadéw scalonych (ang. buried semiconductors)
w wewnetrznych warstwach laminatu. — w uproszczeniu oznacza to
umieszczenie uktadéw scalonych w otworze drgzonym w rdzeniu ptyt-
ki, a takze wprowadzenie technologii, dzieki ktérej elementy specjalne
mogg zosta¢ uformowane na powierzchni warstwy wewnetrznej la-
minatu poprzez wykorzystanie tej samej technologii nabudowywania
warstw (built-up), ktora takze jest wykorzystywana do konstrukcji ob-
wodu drukowanego PCB.

Elementy pasywne

Rezystory pasywne mogg zosta¢ uformowane na wewnetrznych war-
stwach laminatu PCB i potgczone z wykorzystaniem materiatow rezy-
stywnych. W zaleznosci od uzytej metody, produkcja bedzie wymagata
uzycia maski ochronnej lub tez odpowiedniego pokrycia zabezpiecza-
jacego zalewy (ang. encapsulating coating).

Narzedzia Pulsonix pozwalajg na wprowadzenie do procesu produkcji
dodatkowych etapow. Umozliwiajg dodawanie do konwencjonalnych
warstw miedzi- warstwy rezystywne lub inne powtoki.

Elementy pasywne

Rezystory pasywne mogg zosta¢ uformowane na wewnetrznych war-
stwach laminatu PCB i potgczone z wykorzystaniem materiatéw rezy-
stywnych. W zalezno$ci od uzytej metody, produkcja bedzie wymagata
uzycia maski ochronnej lub tez odpowiedniego pokrycia zabezpiecza-
jacego zalewy (ang. encapsulating coating).

Narzedzia Pulsonix pozwalajg na wprowadzenie do procesu produkcji
dodatkowych etapéw. Umozliwiajg dodawanie do konwencjonalnych
warstw miedzi- warstwy rezystywne lub inne powtoki.

Nieregularne ksztatty spiralne mogg zostac¢ zadeklarowane
przy uzyciu opcji Pulsonix Embedded Component.

dowych wymiarach.
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Opcje zaawansowanych warstw ‘inteligentnych” (ang. Advanced Intelligent
Layer,) jak rowniez klasy warstw (ang. Layer Classes) moga by¢ w szybki spo-
s6b definiowane w narzedziach Pulsonix

Zestawienie najwazniejszych funkcji:

m Mozliwos¢ definiowania rodzajow elementéw wbudowanych dla:

- rezystorow zagrzebanych i ,wewnetrznych” rezystorow
formowanych
- kondensatoréw zagrzebanych i warstw
dielektrycznych/izolujgcych

- przemiennikéw i transformatoréw planarnych
- wbudowanych uktadéw scalonych i cienkich struktur krzemowych
- sztywno-gietkich elementéw wbudowanych

m Interfejs uzytkownika wspierajgcy stosowanie regut projektowych

m Mozliwos¢ definiowania warstw i ich klas dla elementow
L,wewnetrznych”

m Mozliwos¢ definiowania warstw wewnetrznych dla warstw doku
mentacji i innych warstw powigzanych z nimi

m Wspieranie technologii mieszanej dla elementéw konwencjonal
nych, SMD i elementéw wbudowanych

m Interaktywne tworzenie spiral i spiralnych elementéw indukcyjnych

m Drazenie otworéow w wewnetrznych warstwach laminatu

m Mozliwosc definiowania dowolnego ksztattu i powierzchni ptytki

m Weryfikacja regut produkcji dla technologii wbudowanych

m Tworzenie bibliotek footprintéw dla “wewnetrznych” elementéw
‘SMD’ i padow

m Interaktywna zmiana warstw elementow wspierajgca warstwy
wewnetrzne

m Raport warstw z odniesieniami do elementéw wbudowanych

m Report Maker dla technologii elementéw wbudowanych
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Technologia obwodow drukowanych sztywno
- gietkich

RIGID - FLEX

W pakiecie Advanced Technology sg dostepne funkcje pozwalajace
na wiasciwe projektowanie obwoddéw sztywno-elastycznych. Umozli-
wiajg one zdefiniowanie stosu warstw, dobér obrysu i ksztattu ptytki,
zastosowanie elementéw do montazu w stosach warstw obwodu dru-
kowanego (ang. Layer Spanned Components). Dzigki wykorzystaniu
wymienionych funkcji, odpowiednie ksztatty ptytki mogg zosta¢ zde-
finiowane w taki sposob, aby wykorzysta¢ ,wewnetrzne” elastyczne
warstwy ptytki dostepne na zewnatrz.

Layer-spans

Zaawansowane funkcje wspdlnych stoséw warstw (ang. advanced
layer span) pozwalajg na dobér regularnych ksztattéw ptytki, jak row-
niez dodatkowo takiego ksztattu wewnetrznej warstwy elastycznej,
ktéra pozwala na rozszerzenie standardowych granic rozmiaréw uzyt-
kowych ptytki.

Elementy wykorzystujace stosy warstw ( ang. Layer
Spanned Components)

Dodanie elementow do przestrzeni stosu warstw pozwala na bardziej
efektywne wykorzystanie tego obszaru na ptytce sztywno-gietkiej. Oba
rodzaje elementdw: z konwencjonalnymi nézkami oraz do montazu po-
wierzchniowego moga by¢ wykorzystane pod warunkiem wtasciwego
ich umieszczenia i zastosowania warstw zgodnie z ich charakterystyka
techniczng. Pozwala to na uzyskanie doktadnych raportéw montazo- Plytki sztywno-gietkie nowej generacji moga byé w prosty sposob projektowane
. . . . . . za pomocg narzedzi Pulsonix

wych i planéw produkcyjnych. Narzedzie Pulsonix moze dodatkowo

wygenerowac precyzyjne wskazéwki montazowe w celu przeprowa-

dzenia procesu produkgiji.

Pliki produkcyjne

Kazdy zestaw warstw moze zosta¢ wygenerowany w postaci przygoto-
wanej do procesu wiercenia, w celu optymalnego ustawienia produkcji
kazdego stosu warstw. Dzigki wbudowanemu narzedziu Report Maker
w standardowym zestawie opcji, mozna w prosty sposdb generowac
raporty produkcyjne oraz szczegoty projektowe.
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Zestawienie najwazniejszych funkciji:

m Mozliwo$¢ definiowania zaawansowanych “inteligentnych”
warstw (ang. Advanced Intelligent Layer)
m Zaawansowane definiowanie stoséw warstw
m Obszary definiowane pod indywidualne/ okreslone potrzeby
stosu warstw
m Mozliwos¢ wykorzystania elementow korzystajgcych ze stosow
warstw
m Dopuszczalne elementy na elastycznej warstwie :
- z tradycyjnymi wyprowadzeniami (nézkami)
- do montazu powierzchniowego na gornej i dolnej czesci
gietkiej SMD
m Wizualizacja 3D View ptytki sztywno-gietkiej
m Zaawansowane funkcje ciecia dla czesci gietkiej ptytki

Mozliwos¢ wizualizacji 3D przed produkcja

Evatronix SA ul. Wiktora Przybyty 2, 43-300 Bielsko-Biata
+48 33 499 59 17 // +48 664 472 977 // pcb@evatronix.com



PULSONIX

Wsparcie zaawansowanych technologii produkcyjnych N

Technologia mikro-przelotek (micro-vias)

Srodowisko projektowe Pulsonix oferuje inzynierom projektantom
PCB zaawansowang technologie mikro-przelotek (Micro-via).

Reguly projektowania

Reguly ograniczajgce, oparte o mechanizm Net Class i Net Styles, sg
dedykowane do efektywnego wykorzystania technologii mikro-przelo-
tek, pozwala to na zastosowanie przez projektanta mikro-przelotek o
specyficznych rozmiarach i ksztattach na warstwach korzystajac z tej
wysoko- wyspecjalizowanej technologii.

Pola lutownicze dla mikro-przelotek

Tradycyjne opcje wykorzystywane do definicji standardowych pdl lu-
towniczych stuzg réwniez do stworzenia zaawansowanych/ wymaga-
nych styléw pdl lutowniczych dla mikro-przelotek. Roznice stanowig
specyficzne style pol lutowniczych dla padoéw typu Micro-via Entry
Pads i Micro-via Stop Pads mikro-przelotek dla odpowiednich warstw,
w ktorych koncowa warstwa dla wiercenia laserowego musi by¢ polem
lutowniczym. Technika ta pozwala na stworzenie stosu micro-prze-
lotek, dla ktorych jest wykorzystywane wielokrotne wiercenie stoséw
warstw.
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Zaawansowane funkcje technologiczne moga by¢ wykorzystane przy uzyciu
pol lutowniczych dla Micro-via Entry Pads i Micro-via Stop Pads dla odpowied-
nich warstw ptytki PCB.

Zilozone mikro-przelotki

Funkcja definicji ztozonych mikro-przelotek pozwala na zgrupowanie
pojedynczych mikro-przelotek z wykorzystaniem punktéw odniesienia
umieszczonych na catym obwodzie. Tak zdefiniowang grupe ztozo-
nych mikro-przelotek mozna nastepnie przemieszcza¢ na powierzchni
obwodu jako pojedynczy element.

Pliki produkcyjne

Pliki wynikowe dla lokalizacji przelotek na warstwach obwodu sg do-
stepne w narzedziu NC Drill, ktérego format raportu zapewnia zgod-
nos¢ z innymi danymi przekazywanymi do produkcji obwodu druko-
wanego. Zestawy wiertet dla wiercenia laserowego mogg zostac
wygenerowane w zaleznosci od klasy warstw i odpowiednich regut
wiercenia.
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Narzedzia Pulsonix pozwalajg na tatwe uzyskanie tradycyjnych, natozonych na
siebie, zwezajgcych sig i ztozonych mikro-przelotek

Zestawienie najwazniejszych funkcji:

m Mozliwo$¢ tworzenia styldow mikro-przelotek dla:
- standardowych mikro- przelotek
- $lepych/zagrzebanych mikro-przelotek
- mikro-przelotek natozonych na siebie
- zwezajgcych sie mikro-przelotek
- ztozonych mikro-przelotek

m Definiowanie regut projektowania na ograniczeniach technolo
gicznych

m Definiowanie zaawansowanych stoséw warstw

m Definiowanie poczatkowych i krancowych pdl lutowniczych mi
kro-przelotek dla wiercenia laserowego

m Generacja oddzielnych plikéw wynikowych dla wiercenia lase
rowego

m Generacja plikow produkcyjnych w oparciu o typ i warstwe prze
lotki

m Generacja zaawansowanych raportéw produkcyjnych

m Wykorzystanie zaawansowanych regut projektowych dla
mikroprzelotek

m Przeglad stosu warstw obwodu drukowanego

m Wizualizacja tréjwymiarowa mikro-przelotek
w narzedziu 3D Vie

m Powyzsze funkcje dostepne w opcji Advanced Technology

Type: Composite Micro-via - top facing
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Technologia Chip-On-Board
Wspieranie zaawansowanych typéw obudoéow

Tam, gdzie wystepuje potrzeba maksymalnego wykorzystania obszaru
na ptytce obwodu drukowanego, uktady scalone mogg by¢ dostarcza-
ne bezposrednio jako nieostoniete uktady ,bare die” i by¢ stosowane/
zaprojektowane na standardowym podtozu z wykorzystaniem techno-
logii montazu uktadu scalonego bezposrednio na plytce (ang. Chip-
-on-board). Opcja Chip-on-Board w narzedziach Pulsonix daje projek-
tantowi mozliwos¢ tatwego wykorzystania tej technologii w projektach
obwodéw drukowanych.

Chip-On-Board

Opcja Chip-On-Board umozliwia tworzenie pdl potagczeniowych struk-
tury uktadéw scalonych (die & bond pads), jak réwniez przewodéw
(bond wires) potgczen pomiedzy strukturg uktadu i zewnetrznymi wy-
prowadzeniami. Dodatkowo umozliwia ona automatyczne rozmiesz-
czanie pol potgczeniowych wokoét struktury uktadu scalonego. W
narzedziach Pulsonix pola potgczeniowe sg traktowane jako pola spe-
cjalne i podlegajg zasadom przemieszczania niezaleznie od potozenia
struktury uktadu czy od potozenia standardowych pdl lutowniczych.

Zestawy zaawansowanych regul (ang. Advanced
Rule Sets)

Pulsonix oferuje zastaw regut projektowania, ktérym podporzadko-
wane sg dwa procesy weryfikacji regut projektowych DRC — dyna-
miczna online oraz za pomocg uruchomionego skryptu(ang. batch).

Reguty projektowe mogg zostaé ustawione dla minimalnych i
maksymalnych dtugosci pol potgczeniowych (ang. bond pads)
z polami potaczeniowymi struktury uktadéw scalonych (ang. die
pads), a takze dla zasad krzyzowania przewoddéw potgczen po-
miedzy strukturg uktadu i zewnetrznymi wyprowadzeniami.

Specyficzne reguly warunkowego rozmieszczania mogg zosta¢ zde-
finiowane dla rozwigzan Chip-on-Board, w przypadku kiedy mniejsze
dtugosci lub odlegtosci powinny by¢ stosowane. Takie rozwigzanie jest
réwniez pozgdane w przypadku kiedy standardowe techniki montazu
sg wykorzystywane tgcznie z technikami Chip-on-Board.

Tworzenie footprintow

Edytor footprintéw pozwala na szybkie i fatwe ich tworzenie dla struk-
tury Chip-on-Board. Oferuje on funkcje umozliwiajgce wprowadzenie

pol lutowniczych dla struktur krzemo-
wych (die pads) i pdl potgczeniowych
do uktadu wyprowadzen footprint (ang.

bond pads) w taki sposéb, ze zapewnia .\ /
on poprawng definicje rodzaju pola i w %
konsekwencji poprawne jego wykorzy- — o ="
stanie w edytorze projektu. Zastosowa- 7 N
pol lutowniczych dla struktur krzemo- //

wych i pdl potaczeniowych do uktadu

wyprowadzen oraz potgczenia przewodem pomiedzy nimi. Aby utatwi¢
rozmieszczanie pol potgczeniowych w regularny sposob, narzedzie
Pulsonix oferuje funkcje ,Place on Shape”, dzieki ktérej pola moga by¢
rozmieszczone wedtug dowolnie narysowanego ksztattu.

”

nie funkgji pol lutowniczych dla struktur
krzemowych pozwala na dodanie w
pojedynczym procesie jednoczesnie

i
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Interakcja na poziomie elementu

Komponenty chip-on-board moga by¢ przemieszczane w sposéb in-
teligentny z wykorzystaniem zaawansowanego zestawu regut (ang.
advanced rule set). Pola potgczeniowe (ang. bond pads) mogg by¢
przesuwane w sposob interaktywny niezaleznie od gtéwnego obszaru
struktury krzemowej. To przesunigcie jest wykonywane z uwzglednie-
niem regut minimalnych i maksymalnych dtugosci dla przewodow fa-
czgcych pola wyprowadzen i pola lutownicze, a takze regut cross-over
obowigzujgcych w tym procesie.

Matryca chipowa moze by¢ réwniez przesuwana niezaleznie od pdl
lutowniczych, a jej potozenie przywrdcone do pozycji poczgtkowej jesli

zajdzie taka potrzeba.

Przesuniecia elementow typu COB
v ="

1
A\
= —
ZIN
cji o potozeniu potaczen. Wbudowa-
ne funkcje Report Makera pozwala-

ja rowniez na uzyskanie rozbudowanych raportéw dla wszystkich
uzytych elementow typu Chip-on-Board.

Zaznaczenie catego elementu podczas
przesuwania daje pewnos¢, ze wszystkie
pola lutownicze bond pads sg zachowa-
ne wzgledem potozenia gtdwnej struktury

)

Kreator raportow

Dzigki szczegdétowym raportom jest
mozliwe wygenerowanie informa-

Zestawienie najwazniejszych funkcji:

m Funkcje wstawienia Bond and Die padow

m Wstawienie potgczenia tgczgcego pole potaczenia struktury krzemo
wej i pola lutowniczego

m Automatyczne rozmieszczenie pél lutowniczych wokét zadanego
ksztattu

= Wyréwnanie pol potgczen

m Pola potgczen struktury krzemowej dopuszczalne na warstwach
wewnetrznych i w zagtebieniach warstw obwodu drukowanego.

m Reguty prowadzenia $ciezek z zachowaniem minimalnej/maksy-

malnej dtugosci

m Niezalezne przesuwanie pola struktury krzemowej

m Funkcja powrotu do ustawien poczgtkowych pola lutowniczego

m Minimalny rozstaw pol potgczen struktury krzemowej

m Mozliwo$¢ niezaleznego przemieszczania niezwigzanych pol
lutowniczych w edytorze PCB

Evatronix SA ul. Wiktora Przybyty 2, 43-300 Bielsko-Biata
+48 33 499 59 17 // +48 664 472 977 // pcb@evatronix.com



PULSONIX

Wsparcie zaawansowanych technologii produkcyjnych N

Zestawienie najwazniejszych funkcji:

m Mozliwos$¢ wykorzystania izolowanych lub nieizolowanych $ciezek
Ponizsza lista przedstawia funkcje pomocnicze, ktére wspomagaja
produkcje i przygotowanie raportéw dla elementéw struktur krzemo-
wych, a ktére stanowig czes¢ standardowego pakietu Pulsonix PCB
System.
m Generowanie pozycji ,bond pad” i ,die pad” z wykorzystaniem
Report Maker’a
m Przygotowanie raportéw dla maszyn tgczgcych z wykorzystaniem
Report Maker
m Generowanie raportu potgczen
m Funkcje sprawdzania regut projektowych uruchamiane z linii
komend lub w trybie wsadowym ,batch design rules checking of”:
- Krzyzowanie sie potgczen i ich status izolacji (izolowane lub nie)
- Min/max ditugosci potaczen
- Opcje koloréw dla ,bond pads” i potaczen
- Potgczenia wprowadzone na warstwach specjalnych
- Definicja klas warstw (Layer Class) dla “bond pad”
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